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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
　第一端及び第二端を有する透明サブ基板と、
　前記第一端に位置する第一導電電極板と、
　前記第二端に位置する第二導電電極板と、
　前記透明サブ基板上に固着される第一ＬＥＤチップと、
　前記透明サブ基板上に固着され、かつ前記第一ＬＥＤチップと電気接続される第二ＬＥ
Ｄチップと、
　管状外形を有し、前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップを収納する透明カバ
ーと、
　前記照明装置の最左端であり、かつ前記透明カバーと直接接触する第一金属導電蓋と、
　前記照明装置の最右端であり、かつ前記透明カバーと直接接触する第二金属導電蓋と、
　前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップを覆い、かつ前記第一導電電極板と前
記第二導電電極板を露出させる透光構造とを含み、
　前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップは、
　透明基板と、
　前記透明基板上に互いに隣接して形成された第一ＬＥＤユニットと第二ＬＥＤユニット
と、
　前記第一ＬＥＤユニットと前記第二ＬＥＤユニットとの間の凹部の中に形成され、かつ
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前記第一ＬＥＤユニットと前記第二ＬＥＤユニットに電気接続される導電金属層とを含み
、
　前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップは、前記第一導電電極板及び前記第二
導電電極板と電気接続され、
　前記第一金属導電蓋及び前記第二金属導電蓋は、前記透明サブ基板を支持し、かつ前記
第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップに電源を提供し、前記透明サブ基板は前記透
明カバーの内壁に接触しない、照明装置。
【請求項２】
　前記第一ＬＥＤユニットと前記第二ＬＥＤユニットが互いに電気的に直列される、請求
項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第一ＬＥＤユニット及び前記第二ＬＥＤユニットは、エピタキシャル成長工程によ
り前記透明基板上に形成され、かつ同じ発光積層構造を有する、請求項１に記載の照明装
置。
【請求項４】
　前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップは、前記透明サブ基板の長手方向に沿
って直線に配列される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記透明基板は成長基板である、請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップは、ボンディングワイヤまたは銀ペー
ストにより、前記第一導電電極板または前記第二導電電極板に接続される、請求項１に記
載の照明装置。
【請求項７】
　前記透光構造は蛍光粉末を含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記透光構造は第一蛍光層及び第二蛍光層を含み、
　前記第一蛍光層は前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップの上に位置し、
　前記第二蛍光層は前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップの下に位置する、請
求項１に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記透光構造は第一蛍光層及び第二蛍光層を含み、
　前記第一蛍光層は前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップの上に位置し、
　前記第二蛍光層は前記透明サブ基板と前記第一ＬＥＤチップ及び前記第二ＬＥＤチップ
との間、または前記透明サブ基板の下方に位置する、請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施例は、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）モジュール及びその応用に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　現在の生活において、様々なＬＥＤ（Light　Emitting　Diode、ＬＥＤ）製品が応用さ
れていることを発見することができる。例えば、交通信号機、車の尾灯、車の前照灯、街
路灯、パソコン表示灯、懐中電灯、ＬＥＤバックライトなどを見つけることができる。こ
のような製品のＬＥＤチップに対して、ＬＥＤチップの製造工程を行うこと以外に、実装
工程も行う。
【０００３】
　ＬＥＤ実装工程を行う主な目的は、ＬＥＤチップを電気的、光線的、熱的にサポートす
ることにある。この工程を行うとき、ＬＥＤチップの特徴、寿命、放熱問題、発光角度、
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発光方向などのような問題を考慮しなければならない。白色ＬＥＤチップの実装工程が他
の工程より複雑であるので、放熱問題以外に、色温度（color　temperature）、演色指数
（Color　rendering　index）、蛍光粉末などのような問題を考慮しなければならない。
現在の白色光ＬＥＤは、藍色光ＬＥＤチップと黄緑色光蛍光粉末とを混合させることによ
って実現する。すなわち、使用者が見た白色光は、藍色光ＬＥＤチップが発した藍色光と
蛍光粉末が発した黄緑色光とが混合されて形成されたことである。青色光の環境に長く滞
在すれば、使用者の体に悪い影響を与えるおそれがあるので、蛍光粉末と混合されない藍
色光が漏れることを避けなければならない。
【０００４】
　現在の一般の照明装置と比較してみると、ＬＥＤ製品の値段が高いので、それを容易に
手に入れることができない。したがって、ＬＥＤ実装工程を簡素化させるとともにＬＥＤ
実装のコストを低減することにより、ＬＥＤ製品の値段を安くすることが、ＬＥＤ実装業
界が目指す目標になっている。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施例においてＬＥＤモジュールを提供する。ＬＥＤモジュールは、発光ダイ
オードチップと、支持構造と、透光構造とを含む。発光ダイオードチップは、帯状に形成
されかつ両端を有する表面を具備する透明基板と、該表面上に形成されかつ発光積層を具
備する少なくとも１つの発光ダイオードユニットと、前記表面の両端に形成される２つの
コンタクトパッドとを含む。前記支持構造は、前記発光ダイオードチップを支持するとと
もに発光積層が発した光線に対して透明である。前記透光構造は前記発光ダイオードユニ
ットを覆う。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１Ａ】本発明の実施例に係るＬＥＤモジュールを示す図である。
【図１Ｂ】本発明の実施例に係るＬＥＤモジュールを示す図である。
【図１Ｃ】本発明の実施例に係るＬＥＤモジュールを示す図である。
【図２】本発明の他の実施例に係るＬＥＤ照明装置を示す図である。
【図３Ａ】本発明の実施例に係り、かつ蛍光層を具備するＬＥＤモジュールを示す図であ
る。
【図３Ｂ】本発明の実施例に係り、かつ蛍光層を具備するＬＥＤモジュールを示す図であ
る。
【図４Ａ】本発明の実施例に係り、かつ直列接続されるＬＥＤチップを具備するＬＥＤモ
ジュールを示す図である。
【図４Ｂ】図４ＡのＬＥＤモジュールをフィラメントにした照明装置を示す図である。
【図５】本発明の他の実施例に係り、かつ直列接続されるＬＥＤチップを具備するＬＥＤ
モジュールを示す図である。
【図６】本発明の他の実施例に係り、かつ直列接続されるＬＥＤチップを具備するＬＥＤ
モジュールを示す図である。
【図７Ａ】本発明の実施例に係る図６のＬＥＤモジュールを示す正面図である。
【図７Ｂ】本発明の他の実施例に係る図６のＬＥＤモジュールを示す正面図である。
【図８】本発明の実施例に係る図６のＬＥＤモジュールが蛍光層に覆われていることを示
す図である。
【図９】本発明の実施例に係る図６のＬＥＤモジュールをフィラメントにしたＬＥＤ照明
装置を示す図である。
【図１０】本発明の他の実施例に係りかつ直列接続されたＬＥＤモジュールを具備するフ
ィラメントを示す図である。
【図１１】本発明の実施例に係るＬＥＤチップを示す図である。
【図１２】図１１のＬＥＤチップ１００のいずれか１つの断面を示す図である。
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【図１３】本発明の実施例に係るＬＥＤチップをフィラメントにしたＬＥＤ照明装置を示
す図である。
【図１４】本発明の実施例に係るＬＥＤチップが蛍光層に覆われていることを示す図であ
る。
【図１５】本発明の他の実施例に係りかつ直列接続されたＬＥＤチップを具備するフィラ
メントを示す図である。
【図１６】本発明の実施例に係るＬＥＤ電球を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　図１Ａに示す発光ダイオードモジュール（以下、ＬＥＤモジュールと略称）３００ａに
おいて、発光ダイオードチップ（以下、ＬＥＤチップと略称）１００はフリップチップ（
flip　chip）方法により透明サブ基板１１４上に接着される。サブ基板１１４の材料は、
セラミックス、ガラス、石英、炭化ケイ素又はダイヤモンドライクカーボンなどであるこ
とができる。サブ基板１１４は長い帯状に形成され、その両端には導電電極板１１０及び
１１２が形成されている。導電電極板１１０及び１１２はそれぞれ、ＬＥＤチップ１００
の両端のコンタクトパッド又は突出部（図示せず）に電気接続される。コンタクトパッド
又は突出部はＬＥＤチップ１００の陽極及び陰極になる。導電電極板１１０及び１１２は
透明又は不透明な電極板である。例えば、両者の材料がＩＴＯ（透明）又は金属（不透明
）である。サブ基板１１４はＬＥＤチップ１００が発した光線に対して透明である。これ
により、ＬＥＤチップ１００が発した光線は、透明でありかつ導電電極板１１０及び１１
２が形成されていないサブ基板１１４の中央部分を透過し、サブ基板１１４の近傍へ出射
することができる。サブ基板１１４をＬＥＤチップ１００を支持する支持構造とみなすこ
とができる。他の実施例において、導電電極板１１０及び１１２をサブ基板１１４の同一
側に形成することができる。
【０００８】
　ＬＥＤモジュール３００ａが発した光線が上、下、左、右、前、後を含むいずれかの方
向でもほぼ遮断されないので、六面発光可能なＬＥＤモジュールを構成することができる
。
【０００９】
　ＬＥＤチップ１００は、フリップチップ（flip　chip）方法にのみよりサブ基板１１４
上に接着されるものではない。本実施例において、導電構造によりＬＥＤチップ１００を
サブ基板１１４上に固着させることができる。例えば、導電銀ペースト又は半田付けによ
りサブ基板１１４上に固着させることができる。図１ＢのＬＥＤモジュール３００ｂに示
すとおり、導電銀ペースト（silver　paste）１１６により導電電極板１１０又は１１２
とＬＥＤチップ１００とを電気接続させることができる。図１Ｂにおいて、ＬＥＤチップ
１００は、サブ基板１１４に対向又は背向になる発光ダイオードユニット（以下ＬＥＤユ
ニットと略称、図示せず）の表面を有することができる。図１ＣのＬＥＤモジュール３０
０ｃに示すとおり、他の実施例において、ボンディングワイヤ（Bonding　Wire）１１８
又は半田付けによりＬＥＤチップ１００を導電電極板１１０、１１２に電気接続させるこ
とができる。
【００１０】
　本実施例において、ＬＥＤチップ１００は白色ＬＥＤチップであることができる。他の
実施例において、ＬＥＤチップ１００は、（主波長（Dominant　Wavelength）が４３０ｎ
ｍ～４８０ｎｍである）藍色光を発する藍色ＬＥＤチップ、（主波長が５００ｎｍ～５３
０ｎｍである）緑色光を発する緑色ＬＥＤチップ、又は（主波長が６３０ｎｍ～６７０ｎ
ｍである）赤色光を発する赤色ＬＥＤチップを含むことができる。ＬＥＤチップ１００中
の各ＬＥＤユニットの色は同一であり又は相違することができる。ＬＥＤチップ１００は
、一色又は多色の光線を発することができる。
【００１１】
　図２には、ＬＥＤモジュール３００をフィラメント（Filament）にしたＬＥＤ照明装置
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４００が示されている。ＬＥＤモジュール３００は、図１Ａ、図１Ｂ又は図１Ｃに示すい
ずれか一種のＬＥＤモジュールであることができる。この装置において、ＬＥＤモジュー
ル３００の周辺には透明カバー２０２が環状に形成されている。ＬＥＤモジュール３００
が発した光線は、透明カバー２０２を透過した後に外部に出射される。ＬＥＤモジュール
３００の両端にそれぞれ形成される２つの金属導電フレーム２０４は、２つの導電電極板
１１０、１１２に電気接続にされるとともに／或いはＬＥＤモジュール３００を固定され
る。例えば、金属導電フレーム２０４は、金属クリップによりサブ基板１１４の両端を挟
むとともに、導電電極板１１０又は１１２と電気接続することができる。透明カバー２０
２と金属導電フレーム２０４には、ＬＥＤモジュール３００が透明カバー２０２中に位置
するように支持する支持構造が形成されている。外部電源は、金属導電フレーム２０４と
導電電極板１１０、１１２とを通してＬＥＤチップ１００に電気を供給するとともに、Ｌ
ＥＤチップ１００が発光するように駆動する。透明カバー２０２は、ガラス、プラスチッ
クなどの透明材料で形成される。
【００１２】
　本実施例において、ＬＥＤ照明装置４００中のＬＥＤチップ１００は、緑色ＬＥＤチッ
プ又は（主波長が４３０ｎｍより小さい）紫外線ＬＥＤチップであることができる。ＬＥ
Ｄ照明装置４００の透明カバー２０２には蛍光粉末が塗布されている。この蛍光粉末は、
ＬＥＤチップ１００が発した光線を緑色光、黄色光又は黄緑色光に変更することができる
。蛍光粉末は、透明カバー２０２の内壁又は外壁に塗布するか、或いは透明カバー２０２
を形成するときに透明カバーに混合させることができる。
【００１３】
　本実施例において、ＬＥＤ照明装置４００中のＬＥＤモジュール３００は、図３Ａ及び
図３Ｂに示されるとおり、藍色ＬＥＤユニットを含むとともに蛍光層に覆われている。図
３Ａにおいて、ＬＥＤチップ１００はフリップチップ方法によりサブ基板１１４上に接着
され、ＬＥＤチップ１００の両端はそれぞれ導電電極板１１０又は１１２に電気接続され
る。ＬＥＤチップ１００とサブ基板１１４との間には蛍光層４０４が形成され、ＬＥＤチ
ップ１００上にはＬＥＤチップ１００を覆う蛍光層４０２が形成されている。蛍光層４０
４及び４０２がＬＥＤチップ１００を覆うカプセル状に形成されることにより、藍色ＬＥ
Ｄユニットが発した藍色光と蛍光層が発した光線とを混合させることができる。蛍光層４
０２の材料として蛍光粉末が混合された透明シリコンを採用し、かつ塗布、ディスペンサ
又は印刷方法によりＬＥＤチップ１００上に形成することができる。図３Ｂにおいて、Ｌ
ＥＤチップ１００はフリップチップ方法によってサブ基板１１４上に接着され、ＬＥＤチ
ップ１００とサブ基板１１４との間には蛍光層４０４が形成されず、隙間又は透明樹脂が
形成されている。サブ基板１１４の下表面には蛍光層４０６が塗布され、ＬＥＤチップ１
００上にはＬＥＤチップ１００を覆う蛍光層４０２が形成されている。蛍光層４０４及び
４０６はＬＥＤチップ１００を覆うカプセル状に形成されている。透明カバー２０２の内
部は、需要に応じて真空にするか或いは気体（例えば、空気、窒素、ヘリウム又はアルゴ
ン）を注入することができる。
【００１４】
　本発明は、一枚のサブ基板１１４に１個のＬＥＤチップ１００のみが載置される事項に
限定されるものではない。図１４Ａには、一枚のサブ基板１１４に複数個のＬＥＤチップ
１００が載置されたＬＥＤモジュール７００が示されている。そのＬＥＤモジュールはＬ
ＥＤ照明装置のフィラメントにすることができる。図１４Ａにおいて、複数個のＬＥＤチ
ップ１００はフリップチップ方法により一枚のサブ基板１１４上に接着され、サブ基板１
１４上には隣接する２つのＬＥＤチップ１００を電気接続させる導電板７０６が形成され
ている。図１４Ａにおいて、ＬＥＤチップ１００は導電電極板１１０と１１２との間に直
列に接続されている。図４Ｂは、ＬＥＤモジュール７００が設けられた照明装置を示す断
面図である。このＬＥＤモジュール７００は、導電電極板１１０と１１２との間に直列に
接続される４個のＬＥＤチップ１００を含む。図４Ｂ中のＬＥＤモジュール７００は、透
明ガラス管体７０２内に設けられている。
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【００１５】
　図５は、一枚のサブ基板１１４に複数個のＬＥＤチップ１００が載置されているＬＥＤ
モジュール７５０を示す図である。そのＬＥＤモジュールはＬＥＤ照明装置のフィラメン
トにすることができる。ＬＥＤモジュール７５０は導電電極板１１２と１１０との間に直
列に接続される４個のＬＥＤチップ１００を含み、ＬＥＤチップ１００の間はボンディン
グワイヤ１１８により電気接続されている。他の実施例において、図５のボンディングワ
イヤ１１８の代りに半田を採用することができる。
【００１６】
　本発明は、複数個のＬＥＤチップ１００がサブ基板１１４上に配列されることに限定さ
れるものではない。例えば、図４Ａ、図４Ｂ及び図５に示す配列方法を採用することがで
きる。本実施例において、各ＬＥＤチップ１００の陽極及び陰極は、直線的に形成されか
つサブ基板１１４の長手方向に平行になるように延伸されている。図６には、他の実施例
に係るＬＥＤモジュール７６０が示されている。このＬＥＤモジュール７６０において、
各ＬＥＤチップ１００の陽極及び陰極は、直線的に形成されかつサブ基板１１４の長手方
向の垂直方向に延伸されている。図７ＡはＬＥＤモジュール７６０を示す正面図である。
本実施例のＬＥＤモジュールをＬＥＤ照明装置のフィラメントにすることができる。図６
及び図７Ａに示すとおり、サブ基板１１４上には複数個のＬＥＤチップ１００が載置され
、ＬＥＤチップ１００の間はボンディングワイヤ１１８により電気接続されている。図７
Ｂは、ＬＥＤモジュール７６０の一例であるＬＥＤモジュール７６０ａを示す正面図であ
る。ＬＥＤモジュール７６０ａにおいて、各ＬＥＤチップ１００にはＬＥＤユニットが１
つしか設けられていない。このＬＥＤユニットは、透明基板１０４の１つの表面上に接着
され、かつ発光積層１０３（少なくとも、ｎ型半導体層と、ｐ型半導体層と、ｎ型半導体
層とｐ型半導体層との間に位置する活性層とを含む）を有している。図７Ｂに示すとおり
、ＬＥＤチップ１００上にはコンタクトパッド（図示せず）を形成し、当該コンタクトパ
ッド上には電気接続ためのボンディングワイヤ１１８を形成することができる。ボンディ
ングワイヤ１１８は、隣接するＬＥＤチップ１００を電気接続させるとともに、ＬＥＤチ
ップ１００を導電電極板（１１２又は１１０）に電気接続させる。透明基板１０４は、エ
ピタキシャル成長方法によって発光積層１０３を成長させた成長基板（growth　substrat
e）であるか、或いはボンディング（Bonding）技術によって発光積層１０３と接着させた
載置基板であることができる。他の実施例において、各ＬＥＤチップは、ボンディングワ
イヤによって互いに電気接続されている複数個のＬＥＤユニットを含むことができる。
【００１７】
　本発明の実施例において、図８に示すとおり、ＬＥＤモジュール７６０中のすべてのＬ
ＥＤチップ１００は藍色光を発し、かつＬＥＤモジュール７６０中のＬＥＤチップ１００
とボンディングワイヤ１１８は蛍光層２０６に覆われている。蛍光層２０６は、藍色光を
異なる色の光線（例えば、黄色光、黄緑色光、緑色光）に変更するとともにそれを拡散さ
せ、かつＬＥＤチップ１００及びボンディングワイヤ１１８と大気中の空気とが接触しな
いように隔離することができる。図８に示される蛍光層２０６の主な材料は、蛍光粉末材
料が混合される透明樹脂又はシリコンであることができる。蛍光粉末材料は黄緑色蛍光粉
末又は赤色蛍光粉末を含むことができるが、本発明はそれらに限定されるものではない。
黄緑色蛍光粉末の成分は、例えば酸化アルミニウム（ＹＡＧ又はＴＡＧ）、ケイ酸塩、バ
ナジン酸塩、アルカリ土類金属セレン化物又は金属窒化物である。赤色蛍光粉末の成分は
、例えばケイ酸塩、バナジン酸塩、アルカリ土類金属硫化物、金属窒素酸化物又はタング
ステン・モリブデン酸塩族混合物である。蛍光層２０６は、成型（molding）方法で形成
することができる。図８に示されるとおり、蛍光層２０６はＬＥＤチップ１００とボンデ
ィングワイヤ１１８とを覆うように形成されているが、電気接続のため両端の導電電極板
１１０及び１１２を露出させることができる。蛍光層２０６は、ＬＥＤチップ１００とボ
ンディングワイヤ１１８とを覆うカプセル状に形成されている。他の実施例において、ま
ずある成型方法で形成した透明樹脂により、ＬＥＤチップ１００とボンディングワイヤ１
１８とを包む。つぎに別の成型方法又は塗布方法で形成した蛍光層により、その透明樹脂
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を覆う。
【００１８】
　図９はＬＥＤ照明装置９００を示す図であり、このＬＥＤ照明装置は上述した実施例に
おいて説明してきたいずれか一種のＬＥＤチップを含む。図９のＬＥＤ照明装置９００は
図２に示されたＬＥＤ照明装置４００により把握することができるので、ここでは再び説
明しない。
【００１９】
　本発明は、１つのＬＥＤモジュールのみを使用するフィラメントに限定されるものでは
ない。図１０はフィラメント６００を示す図である。本実施例において、図２のＬＥＤモ
ジュール３００によって構成されたフィラメントの代りにそのフィラメント６００を使う
ことができる。フィラメント６００は直列接続される２つのＬＥＤモジュール３００ａを
含む。各ＬＥＤモジュール３００ａの導電電極板は、導電粘着物５０６により、例えば銀
ペースト又は半田付けにより、他のＬＥＤモジュール３００ａの導電電極板に固着される
とともに電気接続される。
【００２０】
　図１１は、光源になるＬＥＤチップ１００を示す斜視図である。ＬＥＤチップ１００の
１つの表面上には、複数個のＬＥＤユニット１０２、コンタクトパッド１０６及び突出部
１０８が形成されている。図１２は、図１１のＬＥＤチップ１００のいずれか１つの断面
を示す図である。この明細書に記載されているＬＥＤチップは、基板上で半導体工程を行
うことにより、例えばエピタキシ、現象、積層、酸化、金属被覆（metallization）など
のような半導体工程を行うことにより、基板上に複数個のＬＥＤユニット（各ＬＥＤユニ
ットは少なくとも、ｎ型半導体層と、ｐ型半導体層と、ｎ型半導体層とｐ型半導体層との
間に位置する活性層とを含む）を形成した後、それらを切断することにより獲得すること
ができる。図７Ｂに示す実施例において、各ＬＥＤチップは一個のＬＥＤユニットのみを
具備するが、他の実施例において、各ＬＥＤチップは複数個のＬＥＤユニットを具備し、
かつそれらのＬＥＤユニットを直列、並列、又は直列及び並列を含む混合形態に接続させ
ることができる。
【００２１】
　図１１と図１２に示すとおり、ＬＥＤチップ１００は透明基板１０４の表面上に形成さ
れる複数個のＬＥＤユニット１０２を含む。各ＬＥＤユニット１０２は発光積層１０３を
具備する。ＬＥＤユニット１０２とＬＥＤユニット１０２との間は導電金属層１０５によ
り電気接続される。発光積層１０３と導電金属層１０５は半導体工程により形成され、か
つ透明基板１０４の同一側の表面上に形成される。ＬＥＤユニット１０２が位置する表面
は略帯状表面であり、図１１に示すとおりこの表面は長さＬと幅Ｗを有する。本実施例に
おいて、Ｌが４４０ｍｉｌであり、Ｗが１０ｍｉｌであるので、長さＬと幅Ｗの比が４４
である。帯状表面の両端には２つのコンタクトパッド１０６が形成され、そのうち１つは
発光積層１０３上に形成され、他の１つは発光積層１０３の凹部上に形成されている。Ｌ
ＥＤユニット１０２上には、ＬＥＤユニット１０２を保護する保護層（passivation）１
０７が更に形成されている。保護層１０７において、コンタクトパッド１０６上に位置す
る箇所には複数の開口が形成されている。この開口内には突出部（bump）１０８、例えば
半田突出部（solder　bump）又は金突出部（gold　bump）が形成されている。図１Ａ、図
３Ａ及び図３Ｂに示すとおり、ＬＥＤチップ１００は、突出部１０８によるフリップチッ
プ（flip　chip）方法により、基板（mount）又はサブ基板１１４上に固着される。他の
実施例において、保護層１０７は、ＬＥＤチップの２つのコンタクトパッド１０６上にそ
れぞれ形成される２つの開口を含み、かつこの開口内に突出部が形成されないことにより
、コンタクトパッド１０６を露出させるとともにコンタクトパッド１０６とボンディング
ワイヤとを電気接続させることができる。コンタクトパッド１０６の材料は、導電金属層
１０５の材料と同一する材料に限定されるものではない。他の実施例において、コンタク
トパッド１０６の材料として、導電金属層１０５の材料と異なる材料を採用することがで
きる。
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【００２２】
　図２、図４Ｂ、図５、図６の実施例において、サブ基板１１４上に設けられた一個又は
複数個のＬＥＤチップ１００を照明装置のフィラメントにしてきたが、本発明はそれらに
限定されるものではない。
【００２３】
　本実施例において、ＬＥＤチップ１００の好ましい長さは１ｍｍより長いことである。
例えば、５ｍｍ、１０ｍｍ、２０ｍｍ、３０ｍｍ、４０ｍｍなどにし、長さと幅の比を１
０より大きくすることが好ましい。なぜなら、ＬＥＤチップ１００の長さが１ｍｍより長
く、かつコンタクトパッド１０６がその両端に位置するとき、このＬＥＤチップ１００を
直接にＬＥＤフィラメントにすることにより、ＬＥＤ実装工程を省略することができるか
らである。図１３には、ＬＥＤチップ１００のみをＬＥＤフィラメントにしたＬＥＤ照明
装置２００が示されている。このＬＥＤ照明装置は透明カバー２０２を具備し、ＬＥＤチ
ップ１００は透明カバー内に固定され、金属導電フレーム２０４はコンタクトパッド１０
６及び突出部１０８（図１２を参照）に接続される。透明カバー２０２は、ＬＥＤチップ
１００の下方に位置するだけではなく、ＬＥＤチップ１００の両側と上方にも位置してい
る。図１３の他の構造は、同一であり又は類似する図２の構造により把握することができ
るので、ここでは再び説明しない。図１３と図２の相違点は、図１３においてはＬＥＤチ
ップ１００をフィラメントにしたが、サブ基板１１４を使用しないことにある。
【００２４】
　本実施例において、図１３中のＬＥＤ照明装置２００の透明カバー２０２には蛍光粉末
が塗布されている。この蛍光粉末は、ＬＥＤユニット１０２が発した藍色光を緑色光、黄
緑色光又は黄色光に変更することができる。緑色光、黄緑色光及び黄色光と余った藍色光
とが混合されることにより白色光が形成されるので、本実施例のＬＥＤ照明装置を白色光
照明装置にすることができる。蛍光粉末は、透明カバー２０２の内表面又は外表面上に形
成するか或いは透明カバー２０２内に混合させることができる。他の実施例において、図
１４に示すとおり、図１３のすべてのＬＥＤユニット１０２は藍色光又は紫外線（ＵＶ）
ＬＥＤであり、ＬＥＤ照明装置２００のＬＥＤチップ１００は蛍光層２０４に覆われるこ
とができる。藍色光チップが発した藍色光と蛍光層が発した光線とがいずれかの方向にお
いても混合できることにより、色が不均等になるか或いは藍色光が漏れることを避けるこ
とができる。図１４の蛍光層２０６は成型方法で形成することができる。その蛍光層は、
ＬＥＤチップ１００を覆うように形成され、電気接続のための突出部１０８及びコンタク
トパッド１０６は蛍光層の両側から露出している。蛍光層２０６は、ＬＥＤチップ１００
のＬＥＤユニット１０２（図１２に示すとおり）を覆うカプセル状に形成されている。他
の実施例において、まず成型方法で形成した透明樹脂により、ＬＥＤユニット１０２を覆
う。つぎに別の成型方法又は塗布方法で形成した蛍光層により、その透明樹脂を覆う。
【００２５】
　ＬＥＤチップ１００が発した光線が上、下、左、右、前、後を含むいずれかの方向でも
ほぼ遮断されないので、六面発光可能なＬＥＤチップを構成することができる。
【００２６】
　本発明の実施例に係るフィラメントは、互いに直列接続又は並列接続される複数個のＬ
ＥＤチップ１００を含む。本実施例において、図１５に示すフィラメント５００を図１３
に示す照明装置のフィラメントにすることができる。フィラメント５００は直列接続され
る三個のＬＥＤチップ１００を含み、各ＬＥＤチップ１００のコンタクトパッドは導電粘
着物５０６により、例えば銀ペースト又は半田付けにより、他のＬＥＤチップ１００のコ
ンタクトパッドに固着されるとともに電気接続される。
【００２７】
　図１６に示すＬＥＤ電球８００は、本発明の実施例に係るフィラメント８０２を使用す
る。各フィラメント８０２は、前記サブ基板を具備するフィラメントであるか或いはサブ
基板を具備しないいずれかのフィラメントであることができる。例えば、そのフィラメン
ト８０２は、図１４又は図１８に示すフィラメントであることができる。ＬＥＤ電球８０
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０は、電球口金８０６と、透明又は半透明のカバー８０８と、支持フレーム８０４と、フ
ィラメント８０２とを含む。電球口金８０６は、標準的なエジソンベースであることがで
き、かつ需要に応じてＬＥＤ駆動回路（図示せず）を含むことができる。透明カバー８０
８は電球口金８０６上に固定され、透明カバー８０８と電球口金８０６との間には電球内
部空間が形成される。支持フレーム８０４は四個のフィラメント８０２を支持し、四個の
フィラメント８０２と支持フレーム８０４とは電球内部空間に固定される。支持フレーム
８０４の材料が導電材料であることにより、フィラメント８０２を固定させること以外、
フィラメント８０２どうしの間の電気接続を実現し、かつフィラメント８０２と電球口金
８０６との間の電気接続を実現することができる。例えば、支持フレーム８０４が金属ワ
イヤで構成される場合、支持フレームの末端に形成される半田により、２つの支持フレー
ム８０４を支持フレーム上に固定させることができる。電球口金８０６上に位置する支持
フレーム８０４の連結状態により、フィラメント８０２は直列、並列又はブリッジに接続
されることができる。フィラメント８０２は略平面に配置され、この平面は電球口金８０
６と透明カバー８０８の中央回転軸（Ｚ方向）に垂直に設けられる。それにより、ＬＥＤ
電球８００は全方向の発光可能な照明装置になることができる。
【００２８】
　本発明の実施例において、ＬＥＤチップの長さと幅の比が大きいか或いはＬＥＤチップ
の長さが長いことにより、ＬＥＤチップを直接に照明装置のフィラメントにすることがで
き、かつ実装によるコストを省くことができる。他の実施例において、ＬＥＤモジュール
がフリップチップ技術又は銀ペースト半田付け技術などを採用することにより、ＬＥＤチ
ップをサブ基板上に固着させることができるので、高額のボンディングワイヤ技術を採用
することを避け、実装のコストを低減することができる。本発明においてボンディングワ
イヤ技術を採用することに限定されるものではなく、本発明の実施例においてボンディン
グワイヤ技術を採用してもよい。本発明の実施例に係るＬＥＤチップ又はＬＥＤモジュー
ルはいずれも六面発光が可能であるので、全方向発光装置の主な光源にすることができる
。
【００２９】
　以上、本発明の好適な実施例を詳述してきたが、それらは本発明の例示にしか過ぎない
ものであるため、この発明は実施例の構成にのみ限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲の設計の変更等があっても当然にこの発明に含まれる。
【符号の説明】
【００３０】
　　１００　ＬＥＤチップ
　　１０２　ＬＥＤユニット
　　１０３　発光積層
　　１０４　透明基板
　　１０５　導電金属層
　　１０６　コンタクトパッド
　　１０７　保護層
　　１０８　突出部
　　１１０、１１２　導電電極板
　　１１４　サブ基板
　　１１６　導電銀ペースト
　　１１８　ボンディングワイヤ
　　２００　ＬＥＤ照明装置
　　２０２　透明カバー
　　２０４　金属導電フレーム
　　２０６　蛍光層
　　３００、３００ａ、３００ｂ、３００ｃ　ＬＥＤモジュール
　　４００　ＬＥＤ照明装置
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　　４０２、４０４、４０６　蛍光層
　　５００　フィラメント
　　５０６　導電粘着物
　　６００　フィラメント
　　７００　ＬＥＤモジュール
　　７０２　透明ガラス管体
　　７０６　導電板
　　７５０　ＬＥＤモジュール
　　７６０、７６０ａ　ＬＥＤモジュール
　　８００　ＬＥＤ電球
　　８０２　フィラメント
　　８０４　支持フレーム
　　８０６　電球口金
　　８０８　カバー
　　９００　ＬＥＤ照明装置
　　Ｌ　長さ
　　Ｗ　幅

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図４Ｂ】

【図５】

【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】
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【図１６】



(13) JP 6616065 B2 2019.12.4

10

20

30

40

50

フロントページの続き

(74)代理人  100107766
            弁理士　伊東　忠重
(74)代理人  100070150
            弁理士　伊東　忠彦
(74)代理人  100091214
            弁理士　大貫　進介
(72)発明者  ジャー　パーン，チェン
            台湾　タオユアン・カウンティ・３２６６１　ヤンメイ・シティ　シンニャン・ロード　ナンバー
            ・５－２　９エフ
(72)発明者  ジュ　チ，チョン
            台湾　タオユアン・カウンティ・３２６６１　ヤンメイ・シティ　シンニャン・ロード　ナンバー
            ・５－２　９エフ

    審査官  大和田　有軌

(56)参考文献  米国特許出願公開第２０１２／０００８３１４（ＵＳ，Ａ１）　　
              米国特許出願公開第２０１０／０１０２７２９（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１２－１４２１６９（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０９５９３１（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／０５３１３４（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００２－３１４１３６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－１２９９２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０２６３８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－０７１２２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－１６５２２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１３－５３１３５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２０１３－５２２８５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１２－１４２４０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０９０３５０（ＷＯ，Ａ１）　　
              国際公開第２０１２／０６０１０６（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２０１２－０８４４５１（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第２０１２／０１１２７９（ＷＯ，Ａ１）　　
              登録実用新案第３１４８１７６（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００２－１４１５５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０５４１０３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平０２－１０３８０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開昭６３－０３８３４７（ＪＰ，Ｕ）　　　
              独国特許出願公開第１０２０１２００２７１０（ＤＥ，Ａ１）　　
              中国実用新案第２０２５４６３６３（ＣＮ，Ｕ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／０２４８４６９（ＵＳ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０２３８４０８７（ＥＰ，Ａ１）　　
              中国特許出願公開第１０２２０７２５９（ＣＮ，Ａ）　　　
              中国特許出願公開第１０１４５２９２０（ＣＮ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００９／０１４０２７１（ＵＳ，Ａ１）　　
              独国特許出願公開第１０２００７０３３８９３（ＤＥ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　　３３／００　－　　３３／６４



(14) JP 6616065 B2 2019.12.4

              Ｆ２１Ｋ　　　９／００　－　　　９／９０
              Ｆ２１Ｓ　　　２／００　－　　４５／７０
              Ｆ２１Ｙ　１０１／００　－　１１５／３０


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

